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(54) GÓI CHIP BÁN DẪN DẠNG MÔĐUN NHIỀU CHIP, PHƯƠNG PHÁP SẢN 
XUẤT GÓI CHIP BÁN DẪN DẠNG MÔĐUN NHIỀU CHIP VÀ HỆ THỐNG 
TÍCH HỢP GÓI CHIP BÁN DẪN DẠNG MÔĐUN NHIỀU CHIP

(57)  Sáng chế đề cập đến gói chip bán dẫn dạng môđun nhiều chip có lớp thành phần, 
phương pháp sản xuất gói chip bán dẫn này và hệ thống tích hợp gói chip bán dẫn này. Lớp 
thành phần có mặt chứa đế hàn của khuôn được ép vào mặt đáy của lớp thành phần. Khuôn 
có các đế hàn mở rộng để hỗ trợ kiểm tra lát của khuôn. Các đế hàn mở rộng cách nhau 
một khoảng tối thiểu phù hợp với quy trình sản xuất khuôn tương ứng. Lớp thành phần trên 
đế hàn mở rộng được loại bỏ. Gói chip bán dẫn dạng môđun nhiều chip này cũng bao gồm 
lớp phủ kim loại trên bề mặt của lớp thành phần, lớp phủ kim loại này làm đầy các vùng 
bên trên đế hàn mở rộng. Lớp phủ kim loại bao gồm các vùng đệm bên trên đế hàn mở 
rộng và nhiều dây dẫn giữa các đế hàn mở rộng.
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